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极限参数（Ta=25℃）Absolute Maximum Rating(ta=25 ℃)

（Ta=25℃） Optical-electrical parameter(ta=25 ℃)

参数 parameter
数值
Value

单位
Unit

消耗功率
PowerDissipation 3000 mW

正向电流

Forward current 1000 mA

抗静电能力
Electrostatic Discharge 3000 V

工作温度
OperationTemperature Range -40 TO +105℃

储存温度
StorageTemperature Range -40 TO +85℃

焊接温度
Lead SolderingTemperature 260℃ ≤ 6S

参数名称

Parameter
符号
Symbol

测试条件
Test conditions

最小值
Min

典型值
Typ

最大值
Max

单位

Unit
光通量

luminous flux Φ

IF=700mA

52 - 80 lm

主波长

Mainwavelength λd 587 590 595 nm

峰值波长

Peak wavelength λp - 590 - nm

正向电压

Forward voltage VF 1.8 - 2.4 v

半光强视角

Half light angle
2θ1/2 - 120 - Deg

晶片结温

Junctiontemperature TJ - - 125 ℃

反向电流

Reverse current IR
VR=5V

- - 5 uA

* 注： 脉冲宽度≤0.1ms，占空比≤1/10 * Note: Pulse width≤0.1ms, Duty≤1/10

https://www.m.zzpow.com/link?url=XsQ2npqZzKAIe24eGzv58TDgOWMCSsmZNgrmFr8MHYJI-2vKc_EGrw21yClxGdEyOJYAMom-rBudtwSaiexISq&wd=&eqid=d4aa1b220006ec8f00000006649c002c
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:
Brightness grading



▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉

5

注：如无另外注明，测试环境温度为 25±5℃/Note：If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25±5℃



▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉

6

*可靠性实验项目 Reliability Test Project

描述

Description
项目

Item
测试标准

Testcriterion
测试条件

Testcondition
测试时间

Testtime
数量

Qty
失效数量

Failqty

寿命测试
Lifetest

常温寿命测试
Lifetest(roomtemperature) JIS7021:B4 Ta=25℃±5℃，IF=1000mA 1000Hrs 22 0

环境测试
Ambience

test

高温存储
Hightemperaturestore

JIS7021:B10
MIL-STD-202:210A
MIL-STD-750:2031

Ta=85℃±5℃ 1000Hrs 22 0

低温存储
Low temperature store JIS7021:B12 Ta=-35℃±5℃ 1000Hrs 22 0

高温高湿测试

High temperature/ humidity

test

JIS7021:B11
MIL-STD-202:103D

Ta=85℃±5℃
RH=85%

1000Hrs 22 0

冷热冲击测试
Cold / Heat strike test

JIS7021::B4
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1026

30min
-10℃±5℃←→100℃±5℃

5min 5min
50Cycles 22 0

冷热循环测试
Cold and heat cycle test

JIS7021:A3
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-705:105E

5min 5min 5min
-35℃～25℃～85℃～-35℃

30min 5min 30min 5min
50Cycles 22 0

*判断标准 Judging criterion:

项目

Item
符号

Symbol
实验条件

Experiment condition

判断标准

Criteria
Min. Max.

Forward Voltage
正向电压

VF IF=1000mA ---- Initial Datex1.1

Reverse Current
反向电流

IR VR=5V ---- 10μA

Luminous Intensity
发光强度

IV IF=1000mA Initial Datex0.7 ----
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备注： 1.以上尺寸单位均为 mm

Remarks: All dimensions are in millimeters.
2.未特别标注公差的尺寸公差均为±0.25mm
Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted
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1.

Storage

·本产品使用密封防潮抗静电袋包装，并附有干燥剂，未开封的产品有一年的保存时间。

Moisture proof and anti-electrostatic package with moisture absorbent material is used, to keep moisture to a

minimum.

· 开封前，产品须存放在温度不高于 30℃，湿度不高于 60%RH 的环境中。

Before opening the package, the product
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4.

Others

直接用手拿取产品不但会污染封装树脂表面，也可能由于静电等因素导致产品性能的改变。过度的压力也可能直接影响封装内

部的管芯和金线，因此请勿对产品施加过度压力，特别当产品处于高温状态下，例如在回流焊接过程中。

When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not only contaminate @娀i
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